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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIAUX DE FIXATION POUR LES ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES -
Partie 1-3: Exigences relatives aux alliages a braser de catégorie

électronique et brasures solides fluxées et non fluxées
pour les applications de brasage électronique

AVANT-PROPOS

liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEl//colla StQi avec |'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées a antra, [es organisations.

du possible un accord international sur les sujets étudiés,
sont représentés dans chaque comité d'études.

A e tlons internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques Srappocts €echnigles ou\guideg ef>agréés comme tels par les Comités

nationaux

4) Dans le but d'encourager I'unification interna Qmites nationaux de la CEl s'engagent a appliquer de
fagcon transparente, dans toute la mesure possible ternationales de la CEl dans leurs normes
nationales et reglonales Toute dlvergenc eNde fa CEIl et la norme nationale ou régionale

5) La CEIl n'a fixé aucune procedure sQncernante cOmme indication d'approbation et sa responsabilité
8 a l'une de ses normes.

I'objet de droit

6) L'attention est attipé fait ains\des éments de la présente Norme internationale peuvent faire
responsable de

La Norme internati 3 a été établie par le comité d'études 91 de la CEl:

Le texte de cette n S des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
91/279/FDIS 91/289/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.
L'annexe A est donnée uniquement a titre d'information.
L'annexe B fait partie intégrante de cette norme.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. A cette
date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ATTACHMENT MATERIALS FOR ELECTRONIC ASSEMBLY -

Part 1-3: Requirements for electronic grade solder alloys and fluxed
and non-fluxed solid solders for electronic soldering applications

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for sfandardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The objec}/of\ the IEC\js to promote

participate in this preparatory work. International, governmental and non-goyer i ons liaising
with the |IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates clo \ Organization

for Standardization (ISO) in accordance with conditions detern the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technigée express,\ aswe€arly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects g ical committee has representation

from all interested National Committees.

6) Attention is drawn to th ments of this International Standard may be the subject

¢ for identifying any or all such patent rights.

of patent rights TQJE
International Stan C s been prepared by IEC technical committee 91:
Electronics assem

The text of thi he following documents:

\ N FDIS Report on voting

> 91/279/FDIS 91/289/RVD

Full information on™~tie voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.
Annex A is for information only.
Annex B forms an integral part of this standard.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007.
At this date, the publication will be

* reconfirmed;

+ withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.
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MATERIAUX DE FIXATION POUR LES ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES -
Partie 1-3: Exigences relatives aux alliages a braser de catégorie

électronique et brasures solides fluxées et non fluxées
pour les applications de brasage électronique

1 Domaine d'application

La présente partie de Ia CEl 61190 prescrit les exigences et méthodes d'essai pour les alliages

relatives aux alliages et aux flux a braser, voir I''SO 9453
Cette norme est un document de contrdle de la qualité et

Les brasures de catégorie électronique spéciales gomprenhen les brasures qui ne
satisfont pas entierement aux exigences relatives| a s axhraser normaux et aux
matériaux a braser énumérés a cet egard les préformes, les
baguettes a extrémités en crochet et a 3 pe e aser’a alliage multiple sont des

exemples de brasures spéciales.

2 Reéférences normatives

datées, Ia dernié
amendements).

CEl 60194:1999,
définitions (dispoRj

Exigences relatived~dux cremes de brasage pour les interconnexions de haute qualité dans
les assemblages de composants électroniques?)

ISO 9002, Systemes qualité — Modéle pour I'Assurance de la Qualité en Production, Installation
et Révision

ISO 9453:1990, Alliages de brasage tendre — Composition chimique et formes

1ISO-9454-1, Flux de brasage tendre — Classification et caractéristiques — Partie 1:
Classification, marquage et emballage

1ISO-9454-2, Flux de brasage tendre — Classification et caractéristiques — Partie 2: Prescrip-
tions de performance

1) A publier.
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ATTACHMENT MATERIALS FOR ELECTRONIC ASSEMBLY -

Part 1-3: Requirements for electronic grade solder alloys and fluxed
and non-fluxed solid solders for electronic soldering applications

1 Scope

special solders are anodes, ingots, preforms, bars
solder powders, etc.

2 Normative references

IEC 61190-1-1,
soldering fluxes

IEC 61190-1-2,
solder pastes fqr ¢

Servicing
1ISO 9453:1990 older alloys — Chemical compositions and forms

1ISO-9454-1, Soft soldering fluxes — Classification and requirements — Part 1: Classification,
labelling and packaging

ISO-9454-2, Soft soldering fluxes — Classification and requirements — Part 2: Performance
requirements

1) To be published.
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3 Classification

Les matériaux de brasage couverts par la présente norme doivent étre classés selon la
composition de l'alliage, la forme de la brasure, le type de flux, le pourcentage de flux et
d'autres caractéristiques propres a la forme du matériau de brasage.

3.1 Composition de I'alliage

Les alliages a braser couverts par la présente norme sont les alliages énumérés au tableau
B.1 de I'annexe B et comprennent I'étain et I'indium purs. Chaque alliage est identifié par un
nom d'alliage composé d'une série de caractéres alphanumériques identifiant les éléments
composant I'alliage par un symbole chlmlque et un pourcentage nom| al er_masse et se

composition,
I'annexe B établit les correspondances entre les températt
des alliages. Le tableau B.3 de lI'annexe B établit les eo

N
IS}m}wn@\d'ide\QﬁMti&\ — Forme de brasure

> 2\ \\) Flux (uniquement)

P ~ Pate (créme)
\ B >V Baguette
\ EP/ Poudre

‘\ R Ruban

\ \> w Fil

S Spéciale

3.3 Type de flux

Les types de flux utilisés dans/sur les brasures couvertes par la présente série de normes
sont présentés dans le tableau 2. Les exigences relatives aux flux sont couvertes par la
CEI 61190-1-1.
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3 Classification

Soldering materials covered by this standard shall be classified by alloy composition, solder
form, flux type, flux percentage, and by other characteristics peculiar to the solder material
form.

3.1 Alloy composition

The solder alloys covered by this standard are the alloys listed in annex B, table B.1, and
include pure tin and pure indium. Each alloy is identified by an alloy name, which is composed
of a series of alphanumeric characters that identify the component elements in the alloy by
chemical symbol and nominal percentage by mass, and ending with an arbitrarily assigned
alloy variation letter (A, B, C, D, E). Alloys are also identified by an alloy short name, which is a
five-character alphanumeric designation composed of the chemical symbs| for_ theNkey element
in the alloy (see A.4), the nominal percentage of that element in the thexarbitrarily

ISO 9453 to alloy names.

3.2 Solder form

The forms of solder materials covered
designating symbols in table 1.

)d&(ifyiw&l \ \\S/older form

N \ NF \ FluMnly)
\ ‘Péte (cream)

\
N B AN\ e
A

D > Powder

N
S

3.3  Flux type

The flux types used in/on solders covered by this set of standards are listed in table 2. The
requirements for fluxes are covered by IEC 61190-1-1.
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Tableau 2 — Types de flux et symboles de désignation

Matériaux Niveaux d'activité de flux o o
de composition . Indicatif CEl du fluxc Indicatif ISO du fluxd
du fluxa (% en masse d'halogénures)b
Faible (<0,01) LO ROLO 1.1.1
Faible (<0,15) L1 ROL1 1.1.2.W, 1.1.2.X
Colophane Modéré (0) MO ROMO 1.1.3.W
(RO) Modéré (0,5-2,0) M1 ROM1 1.1.2.Y,1.1.2.Z
Elevé (0) HO ROHO 1.1.3.X
Elevé (>2,0) H1 ROH1 1.1.2.Z2
Faible (<0,01) LO 1
Faible (<0,15) L1
Résine Modéré (0) MO
(RE) Modéré (0,5-2,0) M1
Elevé (0) HO
Elevé (>2,0) H1
Faible (0) LO
Faible (<0,5) L1
Organique Modéré (0) MO
(OR) Modéré (0,5-2,0) M1 ORM1 2.1.2,2.2.2
Elevé (0) O@) 2.2.3.0
Elevé (>2,0) ORH1 2.2.2
Faible (0) INto” Sans objet
Faible (<0,5) (Le flux inorganique ISO
Inorganique Modéré (0 est différent)
(IN) Modéré (8,5-2,

¢ Voir7.2 et 7.
niveaux d'a ité

comparer les catégories de composition RO, RE, OR et IN et les
s catégories traditionnelles telles que R, RMA, RA, hydrosoluble et a faible

identiques aux indicatifs CEl avec de petites différences au niveau des

3.4 Pourcentage de flux et teneur en métal

Le pourcentage nominal de flux, en masse, des produits a braser sous forme solide est défini
comme le pourcentage de flux. Le pourcentage de flux dans/sur les brasures solides est
désigné par un seul caractéere alphanumérique conformément au tableau 3. La teneur en métal
correspond au pourcentage de métal dans la créme a braser (voir CEI 61190-1-2).
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